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LEUCHTDIODEN-ANORDNUNG 
MIT WABMEABFUHRENDER PLATINE 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Leuchtdioden- 
Anordnungen, bei denen LED— Dice (Leuchtdioden-Chips ) auf 
einer warmeabfiihrenden Platine angeordnet sind. 

Um Anwendungen mit LEDs mit hoher Helligkeit zu 
realisieren, werden in letzter Zeit immer mehr 
Hochleistungs-LEDs mit einer Betriebs lei stung von mehr als 
1 Watt (elektrisch) eingesetzt. Die Chipflache dieser LED- 
Dice liegt derzeit im Bereich von lmm2 . Es ist zu erwarten, 
dass sich in der Zukunft die Betriebsleistung pro LED 
weiter erhohen wird, was einerseits durch gro&ere 
Halbleiter und andererseits durch hohere Stromdichten 
erreicht wird. Speziell d±e Erhohung der Stromdichten 
bewirkt, dass die Leistungsdichten von LEDs in der nachsten 
Zeit von derzeit maximal 1 bis 2 Watt e i e ktrisch/mm2 auf iiber 4 
Watt e iektrisch/OTTi2 ansteigen korxnen . 

Bei Erhohung der Leistungsdichten ist indessen gleichzeitig 
dafiir zu sorgen, dass die entsprechend ebenfalls erhohte 
Verlustwarme abgefiihrt wird, um sicherzustellen, dass die 
Verlustwarme ausreichend vom Halbleiter abgefiihrt wird. 

Eine zu groSe Erwarmung der LEDs wahrend des Betriebs fiihrt 
namlich u.U. zu einer Bauteilzerstorung. Aus diesem Grund 
muss wahrend des Betriebs der LED gewahrleistet sein, dass 
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die Temperatur an der Sperrschicht des p-n Ubergangs in der 
LED beispielsweise 125 °C nicht iibersteigt. Diese Gefahr 
besteht genauer gesagt darin, dass nur ein Teil der von der 
LED aufgenommenen elektrischen Leistung in Licht umgesetzt 
wird, wahrend der andere Teil in Warme umgewandelt wird 
(derzeit ist der Licht-Wirkungsgrad von LEDs noch unter 
10%) . Die Betriebsparameter von LEDs sind daher in 
Abhangigkeit von der Art der Montage (Assemblierung) , der 
Einbau- unci Umgebungsbedingungen derart zu wahlen, dass die 
Sperrschicht tempera tur der LED bspw. 12 5°C nicht 
iibersteigt . 

Die Erfindung setzt dahingehend an, dass die Verlustwarme 
durch Verbesserung des thermischen Widerstands der 
Anordnung effizienter abgefuhrt werden kann. Wenn gemaS der 
Erfindung die Warme gut durch geringen thermischen 
Widerstand abgefuhrt werden kann, kann diese ohne hohe 
Tempera turgef all e auf den LED-Trager ubertragen werden. Der 
thermische Widerstand wird dabei in K (Kelvin) /W(Watt) 
ausgedruckt . 

Gemafi dem Stand der Technik sind Anordnungen fur 
Hochleistungs-LEDs bekannt , die typischerweise einen 
thermischen Widerstand von mehr als 15 K/W in dem Bereich 
von der Sperrschicht zum LED-Trager (Platine oder dgl . ) 
aufweisen. Dies bedeutet, dass gemafc dem Stand der Technik 
der Tempera turunterschied zwischen dem LED-Trager und der 
aktiven Zone (Sperrschicht) der LED bei einem Betrieb mit 
funf Weiektrisch bis zu 75 Kelvin betragen wtirde . Ausgehend 
von der genannten maximal zulassigen Sperrschichttemperatur 
in Dauerbetrieb bedeutet dies, dass bei einer 
Umgebungstemperatur von beispielsweise 40°C der 

Temperaturabfall tiber einen Warmetauscher (Kiihlkorper) 
maximal 10 °C betragen darf. Dies wiirde wiederum eine 
Kuhloberflache von 3 50 cm2 erfordern, was ganz 
offensichtlich Probleme mit sich bringt . Daruber hinaus 
ware ein Einsatz bei Tempera turen uber 5 0°C nahezu 
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unmoglich, was die Verwendung der LED fur bestimmte 
technische Anwendungen, wie beispielsweise im Kfz-Bereich 
unmoglich machen wurde. 

5 Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, als LED-Trager 
gedruckte Leiterplatten (printed circuit boards, PCBs) zu 
verwenden. Ublicherweise weisen diese ein organisches 
Epoxidharz auf, das thermisch nur sehr schlecht leitet und 
daher die fchermische Ableitung der Verlustwarme von der LED ^ 
10 auf den Trager erschwert. 

Alternativ sind auch Keramikplatinen bekannt, die zwar 
bessere thLermische Eigenschaf ten irn Vergleich zu den 
Leiterplatten auf Epoxidhar zbasis aufweisen, dagegen aber 
15 sehr sprode und bruchig sind, was ihre Verwendung als 
Tragermaterial mehr als einschrankt. 

In technischen Hochleistungsanwendungen werden gemaS dem 
Stand der Technik auch Metal lkemplatinen eingesetzt. Diese 
20 haben typischerweise einen sandwichartigen Aufbau basierend 
aus der Metal lkernbasis , einer Isolationsschicht und einer 
Leiterbahn . 

Angesichts dieses Standes der Technik ist es Aufgabe der 
25 vorliegenden Erfindung, eine Montage-Anordnung fur 
Leuchtdioden mit verbesserter Warmeabfuhr vorzuschlagen. 

Die Erfindung geht dabei von der Erkenntnis aus, dass nach 
Stand der Technik bei der Verwendung von Metallkernplatinen 
30 die Abfuhr der Verlustwarme von der LED, welche auf die 
Leiterbahn aufgesetzt ist, durch die darunterliegende 
Isolationsschicht eingeschrankt ist, was wiederum die 
Leistungsdichte der LED eingrenzt . 



35 Die angeftihrte Aufgabe wird erf indungsgemaS durch die 
Merkmale der unabhangigen Arispruche gelost. Die abhangigen 
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Anspruche bilden den zentralen Gedanken der Erfindung in 
besonders vorteilliaf ter Weise weiter . 

GemaB der Erfindung ist also eine. Leuchtdioden-Anordnung 
mit wenigstens einem Leuchtdioden-Chip (LED-Die) 

vorgesehen. Weiterhin ist eine Mehrschichtplatine 
aufweisend eine Basis aus einem thermisch gut leitfahigen 
Material, wie bei spielsweise Metall vorgesehen, wobei eine 
elektrisch isolierende und thermisch gut leitfahige 
Verbindungsschicht zwischen der Emi ss ions fl ache des 
Leuchtdioden-Chips und der Basis angeordnet ist. Da im 
Gegensatz zum Stand der Technik die thermisch isolierende 
(Epoxid-) Schicht ±n Wegfall gelangt, wird der Warmeiibertrag 
von dem Leuchtdioden-Chip zu dem warmeabf uhrenden 
Basismaterial der Platine hin deutlich verbessert. 

Die elektrisch isolierende Verbindungsschicht kann 
beispielsweise die Grenzflache des Leuchtdioden-Chips oder 
dessen Substratbasis (z.B. Saphir) sein, die der Platine 
zugewand t ist. 

Alternativ oder zusatzlich kann die Verbindungsschicht auch 
eine Klebeschicht. aufweisen, die fur sich selbst genommen 
bereits elektrisch isolierend sein kann. 

Eine derartige isolierende Klebeschicht, die z.B. auch 
durch eine Klebefolie realisiert sein kann, ist 
insbesondere danra von Vorteil, wenn ein Leuchtdioden-Chip 
verwendet wird, dessen dear Basis zugewandte Oberflache 
elektrisch lei tend ist. In diesem Fall mufe eine gesonderte 
elektrische Isolierung zwischen dem Chip und der Basis 
erfolgen, urn Kurzschlusse und ESD-Ausfalle zu vermeiden . 

Der Leuchtdioden-Chip kann ±n einer Vertiefung der Platine 
untergebracht sein. Dabei kann der Leuchtdioden-Chip derart 
versenkt sein, dass seine Oberseite nicht uber die Kontur 
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der Platine iibersteht und beispielsweise plan mit der 
Oberseite dear Platine abschlieSt. 



Die Vertiefung, in die der LED-Chip gesetzt ist, kann dabei 
in der warmeabfiihrenden Basis der Platine ausgebildet sein. 

Gleichzeitig kann die Vertiefung weitere Funktionen 
aufweisen. Beispielsweise kann die Vertiefung eine 
Reflektorwirkung haben, wobei vorteilhaf terweise die Wande 
der Vertiefung zumindest teilweise abgeschragt sind. 

Der Leuchtdioden-Chip kann derart angebracht sein, dass das 
Substrat der Leuchtdioden der Platine zugewandt ist, wobei 
in diesem Fall das Substrat aus einem elektrisch 
isolierenden Material wie beispielsweise Saphir gebildet 
sein kann. Diese Montageart wird in der Fachterminologie 
oft auch als "Face Up" bezeichnet. 

Indessen ist auch die "Face Down " -Montage tec hnik denkbar, 
bei der der Leuchtdioden-Chip derart angeordnet ist, dass 
das Substrat der Leuchtdioden von der Platine abgewandt 
ist. In diesem Fall kann zwischen dem Leuchtdioden-Chip und 
der Platine ein zu diesen Bauteilen separater 
Zwischentrager angeordnet sein, mit dem der Leuchtdioden- 
Chip elektrisch kontaktiert ist. 



Die der Platine zugewandte Seite des Zwischentragers kann 
elektrisch isolierend sein, wobei der dem Leuchtdioden-Chip 
zugewandte Bereich des Zwischentragers leitende Bereiche 
wie beispielsweise Leiterbahnen aufweisen kann. 

Wenigstens der Bereich des wenigstens einen 

Leuchfcdiodenchips kann von einer Linse wie beispielsweise 
einer Fresnel-Linse uberdeckt sein. 



Der Bereich zwischen der Platine und der Linse kann 
wenigstens teilweise mit einem Farbkonversionsstof f gefullt 
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sein. Der Farbkonversionsstof f kann also neben und/oder 
iiber dem Leuchtdioden-Chip angeordnet sein. Gegebenenf alls 
kann auch die Vertiefung seitlich vom Chip mit einem 
Farbkonversionsstof f aufgefullt sein, urn eine LED mit 
5 wesentlich weiSer Li chtcharakt er i stik zu erhalten. 

Der Leuchtdioden-Ch±p kann mittels Drahten von einer 
Leiterplatte aus kontaktiert sein, wobei diese Leiterplatte 
seitlich von dem Leuchtdioden-Chip sandwichartig mittels 
10 einer dazwischenliegenden Isolierschicht auf der Platine 
aufgebracht ist.. 

Gema£ einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erf indung wird 
eine Leuchtdioden-Anordnung mit einer Sandwich- Struktur 
vorgeschlagen . Diese Struktur weist dabei eine thermisch 
gut leitfahige Sch:Lcht, beispielsweise aus Metall, eine 
elektrisch isolierende Schicht und eine Leiterplatte auf. 
Die elektrische Isolierschicht und die Leiterplatte weisen 
dabei iibereinanderl iegende Ausnehmungen auf, sodass die 
thermisch leitfahige Schicht im Bereich dieser Ausnehmungen 
in Richtung der Oloerseite, das hei&t der elektrischen 
Isolierschicht freigelegt ist. Wenigstens ein Leuchtdioden- 
Chip kann im Bereich dieseir Ausnehmung auf die thermisch 
gut Leitfahige geschiickt aufgesetzt sein. 

Dabei kann der Leuchtdioden-Chip von der Leiterplatte aus 
seitlich elektrisch kontaktiert sein. 

Weitere Merkmale, Vorteile und Eigenschaf ten der 
30 vorliegenden Erfindung sollen nunmehr unter Bezugnahme auf 
die Figuren der begleitenden Zeichnungen erlautert werden. 

- Figur 1 zedLgt ein erstes Ausf iihrungsbeispiel der 

Erfindung-, 

35 

- Figur 2 zeigt eine Abwandlung von Figur 1 

dahingehend, dass in dem Metall-Basismaterial 



20 
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eine Vertiefung vorgesehen ist, in der der LED- 
Die eingesetzt ist, . 

- Figur 3 zeigt eine Abwandlung von Figur 2 

5 dahingehend, dass die Vertiefung des Tragers 

insgesamt mit einera Farbkonver s ions s t o f f 
aufgefxillt ist, 

- Figur 4 zeigt, wie eine LED-Anordnung mit mehreren 
10 LED-Dice von einer f lachbauenden Fresnel-Linse 

abgecieckt sein kann, 

- Figur 5 zeigt ein Ausf iihrungsbei spiel , bei dem der 

LED-Die "Face Down" montiert ist, und 

15 

- Figur 6 zeigt ein weiteres Ausf iihrungsbei spiel , bei 

dem der LED-Die "Face Down" montiert ist. 

Wie oben bereits ausgefuhrt, soli gemafi der vorliegenden 
20 Erfindung ein LED-Die moglichst direkt auf die 
warmeablei tende Basis beispielsweise einer 

Metallkernplatine aufgesetzt sein. Bei diesem Schritt muss 
indessen das Problem iiberwunden werden , dass LED-Dies 
haufig uber das LED-Substrat bzw. uber ihre der Basis 
25 zugewandte Oberf lache leitfabig sind, wodurch sich bei 
einer derartigen Anordnung ein Kurzschluss zum 
Leiterplattenbasismaterial ergeben kann, der oft 
unerwunscht ist und besonders hinsichtlich der 
Verschaltungsmoglichkeiten der LEDs keinerlei 

30 Designf reiheit lasst. 

Wie aus Figur 1 ersichtlich ist daher ein LED-Die mittels 
einer thermisch leitfahigen, aber elektrisch isolierenden 
Schicht 2 auf das Basismaterial (beispielsweise Metall) 5 
35 einer Metallkernplatine 17 gesetzt. 
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Die Metallkernplatine 17 weist neben diesem Basis- 
Metallkern 5 eine daruberliegende elektrisch isolierende 
Schicht 4 sowie eine elektrisch leitfahige Schicht mit 
Leiterbahnen 3 auf , wobei vorzugsweise die elektrisch 
isolierende Schicht 4 und die Leiterbahnen-Schicht 3 
deckungsgleiche Ausnehmungen 16 aufweisen, in die der LED- 
Die 1 eingesetzt ist. 

Die elektrische Kontaktierung des LED-Dies erfolgt bei 
dieser Anordnung, bei der <das Substrat des LED-Dies der 
Platine 1) zugewandt ist, seitlich von den Leiterbahnen 3 
mittels Drahten 11 auf die Oberseite des LED-Dice 1. 

Auf der Unterseite des Basismaterials 5 der 
Metallkernplatine 7 konnen weitere Kuhlkorper 14 bekannter 
Art angeordnet sein. 

Insbesondere der Bereich des LED-Dies 1 und der Ausnehmung 
16 kann von einer im Wesentiichen kalottenf ormigen Linse 6 
uberdeckt sein, die das vom dem LED-Die 1 abgestrahlte 
Licht bundelt. 

Die elektrische Kontaktieruag der in Figur 1 dargestellten 
LED- Anordnung kann viber ausserhalb des von der Linse 6 
uberdeckten Bereichs vorgesehene Steckkontakte 7 etc. 
erf olgen . 

Als Basismaterial 5 der Platine 17 wird allgemein ein 
Material mit hoher thermischer Leitf ahigkei t eingesetzt, so 
dass bevorzugt Metalle, wie beispielsweise Aluminium oder 
Kupfer zur Ver wen dung kommen konnen. 

Die elektriscti isolierende aber thermisch leitfahige 
Verbindungsschicht 2 kann zum Beispiel eine nicht leitende 
Substratschicht der LEDs (fur grune LEDs wird z.B. oftmals 
Saphir verwendet) oder aber auch ein thermisch leitfahiger 
und elektrisch isolierender Kleber sein. Die elektrisch 
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isolierende aber thLermisch leitfahige Verbindungsschicht 2 
kann also Teil des LED-Dies 1, der Mehrschichtplatine 17 
und/oder eine davon separate Schicht sein. Die separate 
Schicht ist insbesondere darm erf orderlich, wenn die LED- 
5 Dies 1 derart angeordnet sind, dass ihre der 
Mehrschichtplatine 17 zugewandte Oberflache elektrisch 
leitfahig ist. Ferxier ist beispielsweise bei roten LEDs / 
die aus zwei ubenreinander angeordneten Dioden-Schichten 
bestehen, immer eine der beiden Schichten der 
10 Mehrschichtplatine 17 zugewandt , weshalb zur Vermel dung von 
Kurzschlussen und ESD-Ausfallen eine separate Isolierung 
erf orderlich ist . 

Die Isolationsschicht 4 der Metallkernplatine 17 kann 
15 beispielsweise axis organischen Materialien oder dunnen 
Keramiken bestehen (letztere sind z.B. auf den Metalltrager 
5 auf geschlammt , bzw. der Metalltrager wird mit einem 
eingebrannten Keramiktape beschichtet . 

20 In dem Ausfiihrungsbeispiel von Figur 2 weist die Basis 5 
der Platine 17 ebenfalls eine Vertiefung 18 auf, in die der 
LED-Die 1 eingesetzt ist. Da die Wande dieser Vertiefung 18 
in dem metalliscben Basismaterial 5 der Platine 17 
abgeschragt sind, konnen <diese metallischen Wande der 

25 Vertiefung 18 eine vorteilhafte Spiegel- bzw. 

Ref lektorwirkung entfalten. Im ubrigen ist auch eine andere 
Formgebung der Wande und/ocier des Bodens der Vertiefung 
denkbar, die Spiegel- oder Ref lektorwirkung aufweist. 

30 Somit dient das Basismaterial 5 der Mehrschichtplatine 17 
nicht nur zur Befestigung und Warmeabfuhr des LED-Dies 1, 
sondern auch zur gezielten Lichtlenkung in Richtung weg von 
der Platine. Diese Lichtlenlcung durch die Ref lektorwirkung 
der Vertiefung 18 im Basismaterial 5 der Platine 17 ist 

35 vorzugsweise mit der Wirkung der Linse 6 abgestimmt. 
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Es ist aus dem Stand der Technik bekannt, dass mittels 
Fa rbkonver s i onsmi 1 1 e In "weilSe LEDs" erreiclnt werden konnen. 
Derartige LEDs werden in der Fachwelt oft auch als 
w Phosphorkonver ter-LEDs " oder „Lumineszenzkonversions-LEDs" 
5 bezeichnet. Wie aus Figur 3 ersichtlich, kann ein 
derartiger Farbkonver s i ons s to f f 13 direkt auf die LED 
aufgebracht sein, in den Zwischenraum zwischen Linse 6 und 
LED-Die 1 eingefullt sein oder aber gemag einer besonders 
bevorzugten und in der Figur 3 dargestellten 
10 Aus fiihrungs form die Vertiefungen 12, 18 auffullend 
angeordnet sein, sodass der Fullstoff die Oberseite der 
Leiterbahnschicht 3 der Platine 17 bundig abschliefit. 

Bei der Aus fuhrungs form von Figur 4 ist die kalottenf ormige 
15 Linse durch. eine flachbauende Fresnel-Linse 9 ersetzt. 
Gleichzeitig ist aus Figur 4 ersichtlich, dass eine 
derartige Linse mehrere LED-Dies 1 liberdecken kann. In dem 
Bereich zwischen zwei LEDs und unterhalb der Fresnel-Linse 
9 kann. eine Ansteuerelektronik 8 fur die LEDs 
20 (Konstantstromquelle etc.) vorgesehen sein. 

Die Ausf tihrungsbeispiele von Figur 1 bis Figur 4 zeigen 
samtlich LED-Dies, die "Face Up", das heifit mit dem LED- 
Substrat nach unten (in Richtung des Basismaterials 5 der 
25 Platine 17) angeordnet sind. 

Figur 5 zeigt nunmehr den umgekehrten Fall, das hei£t gemafi 
Figur 5 ist der LED-Die 1 "Face Down" angeordnet, so dass 
das Substrat der LEDs von dem Metallkern 5 der Platine 17 

30 wegweist. In diesem Fall ist der LED-Die 1 mittels eines 
Leitklebers 2 0 auf einen Zwischentrager 10 angeordnet. Der 
Leitkleber 20 weist beispielsweise eine Dicke von weniger 
als 10 fjovi und eine thermischie Leitf ahigkei t von mehr als 2 
W/mK auf. Die elektrische Kontaktierung des LED-Dice 1 von 

35 Figur 5 erfolgt somit \iber Drahte 11, die mit dem 
Zwischentrager 10 kontaktiert sind. Derartig "Face Down" 
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zumontierte LED~Dies weisen ublicherweise im Vergleich zu 
"Face Up" montierten LED-Dies hohere Wirkungs grade auf . 

Der Zwischentrager 10 ist beispielsweise aus einem 
Keramikmaterial -and weist auf seiner Oberseite Leiterbahnen 
auf, wahrend die Unterseite gegebenenf alls durch eine 
weitere Isolationsschicht 19 gegeniiber dem Metallkern 5 der 
Platine 17 elektrisch isoliert ist. Wiederum ist indessen 
auch die Isold, erschicht 19 so ausgestattet , dass sie 
thermisch gut leitfahig ist. 

Abschlie£end ist in Figur 6 ein letztes Aus f iihrungsbei spiel 
dargestellt, bei. dem der LED -Die 1 wiederum "Face Down" auf 
einem Zwischentirrager 10 angeordnet ist, urn die bei dieser 
Anordnung verbesserte Lichtabgabe und damit hohere 
Helligkeit zu erzielen. Bei diesem Zwischentrager handelt 
es sich vorzugsweise urn ein AlN- (Aluminiumnitrid) - 
Keramiktragersubstrat , welches hervorragende warmelei tende 
Eigenschaf ten aufweist und gleichzeitig elektrisch 
isolierend wirkt . Der Vorteil in der Verwendung dieses 
zusatzlichen Zwischentragers 10 besteht darin, dass eine 
hohere ESD- (electro static discharge) -Festigkeit erreicht 
wird und die Metkallkernplatine elektrisch neutral bleibt . 



Erganzend zu der* Ausf uhrungs f orm in Figur 5 ist der LED-Die 
1 nunmehr mit edLnem Farbkonversionsstof f 13 umgeben, torn das 
Licht in eine gewunschte (Misch- ) Farbe umzuwandeln. Die 
Oberseite der elektrisch leitfahigen Schicht 3 ist ferner 
mit einer zusatzlichen Klebeschicht 21 iiberdeckt, deren 
Aufgabe es ist, die Linse 6 zu fixieren. Schlie£lich ist im 
dargestellten Aoisf iihrungsbei spiel an der Unterseite der 
Platine 17 noch ein doppelseitiges Klebeband 22 vorgesehen, 
welches eine einfache Befestigung der gesamten 

Leuchtdioden- Anordnung ermoglicht. 
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Anspriiche : 

1 . Leuchtdioden-Anordnung, aufweisend: 

- wenigstens einen lieuchtdioden-Chip ( 1 ) , 

- eine Merirschicht-Platine (17) mit einer Basis (5) aus 
einem thearmisch gut leitfahigen Material, insbesondere 
aus Me tali, und 

- eine elektrisch isolierende und thermisch leitende 
Verbindungsschicht (2) zwischen der Emissions f lache des 
Leuchtdioclen-Chips (1) und der Platine . 

2 . Anordnung nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die elektrisch isolierende Verbindungsschicht (2) 
wenigstens die Grenzf lache (15) des Leuchtdioden-Chips 
(1) ist, cdie der Platine (17) zugewandt ist. 

3 . Anordnung nach Anspruch 1. oder 2 , 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die elektrisch isolierende Verbindungsschicht 
wenigstens eine Klebeschicht (2) ist. 

4. Anordnung, insbesondere nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche , 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Leuchtdioden-Chip (1) in einer Vertiefung (16) 
der Platine (17) untergebracht ist. 

5. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass der Leuchtdioden-Chip (1) im Bereich einer 
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Vertiefung (12) in dem Basismaterial (5) der Platine 
(17) angeordnet ist. 

6 . Anordnung nach Anspruch 4 oder 5 , 
5 dadurch gekennzeichnet, 

dass der Leuchtdioden-Chip (1) nicht iiber die Kontur der 
Platine (17) ubersteht . 

7. Anordnung nach einem der Anspriiche 4 bis 6, 
10 dadurch gekennzeichnet, 

dass der Leuchtdioden-Chip (1) plan mit der Oberseite 
der Platine (17) abschliesst. 

8. Anordnung nach einem der Anspruch 4 bis 6, 
15 dadurch gekennzeichnet, 

dass die Vertiefung (12, 16) die Funktion eines 
Reflektor hat. 

9. Anordnung nach einem der Ansprtiche 4 bis 8, 
20 dadurch gekennzeichnet, 

dass die Wande der Vertiefung (12, 16) zumindest 
teilweise abgeschragt sind . 

10. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
25 dadurch gekennzeichnet, 

dass der Leuchtdioden-Chip (1) derart angeordnet ist, 
dass das Substrat der Leuchtdioden der Platine (17) 
zugewandt ist. 

30 11. Anordnung nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass das Substrat der Leuchtdioden aus einem elektrisch 
isolierenden Material besteht . 



35 12. Anordnung nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet , 
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dass das Substrat der Leuchtdioden aus Saphir besteht. 

13. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, 

5 dass der Leuchtdioden-Chip (1) derart angeordnet ist, 

das das Substrat der Leuchtdioden von der Platine (5) 
abgewandt ist . 

14. Anordnung nach Anspruch 13, 
10 dadurch gekennzeichnet, 

dass zwischen dem Leuchtdi oden-Chip (1) und der Platine 
(17) ein zu diesen Teilen separater Zwischentrager (10) 
angeordnet ist, mit dem der Leuchtdioden- Chip (1) 
elektrisch kontaktiert ist. 

15 

15. Anordnung nach Anspruch 14, 
dadurch gekennz ei chne t , 

dass der Zwischentrager (10) durch ein Aluminiumni trid- 
Substrat geb±ldet ist. 

20 

16. Anordnung nach Anspruch 14 oder 15, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die der Platine ( 17 ) zugewandte Seite des 
Zwischentragers (10) elektrisch isolierend ist. 

25 

17. Anordnung nach Anspruch 16, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der dem Leuchtdi oden-Chip (1) zugewandte Bereich 
des Zwischentragers (10) leitende Bereiche aufweist. 

30 

18. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass wenigstens der Bereich des Leuchtdioden-Chips (1) 
von einer Linse (6), insbesondere einer Fresnel-Linse 
35 (9) uberdeckt ist. 
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15 

19. Anordnung nach Anspruch 18, 
dadurch gekennzeichnet ; 

dass der Bereich zwischen der Platine (17) und der Linse 
(6, 9) wenigstens teilweise mit einem 
5 Farbkonversionsstoff (13) gefullt ist. 



20. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

class der Leuchtdioden-Chip (1) mittels Drahten (11) von 
10 einer Lei terplatte (3)aus kontaktiert ist, die 

sandwichartig mittels einer da zwi s chenl i egenden 
Isolierschicht (4) auf der Platine (17) angebracht ist. 

21 . Leuchtdioden-Anordnung, auf we is end : 

15 - eine Mehr schichtplatine (17) aufweisend wenigstens eine 

thermisch gut leitfahige Schicht (5), eine elektrische 
Isolierschicht (4) und eine Lei terplatte (3), wobei die 
elektrische Isolierschicht (4) und die Lei terplatte (3) 
jeweils wenigstens eine Ausnehmung (12, 16) aufweisen, 

20 in der die thermisch leitfahige Schicht (5) somit 

freigelegt ist, und 

- wenigstens einen Leuchtdioden-Chip (1) , der im Bereich 
der Ausnehmung (16) auf die thermisch gut leitfahige 
Schicht (5) aufgesetzt ist. 

25 

22. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 21, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass der Leuchtdioden-Chip (1) von der Leiterplatte (3) 
aus elektrisch kontaktiert (11) ist. 

30 

23. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 21 oder 22, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass zwischen der Emissionsf lache des Leuchtdioden-Chips 
(1) und der thermisch gut leitfahigen Schicht (5) eine 
35 thermisch leitende Verbindungsschicht (2) vorgesehen 

ist . 
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24. Leuclitdioden-Anordnung nach Anspruch 23, 
dadurcli gekennzeichnet , 

dass die der thermisch gut leitfahigen Schicht (5) 
zugewandte Oberflache des Iieuchtdioden-Chips (1) 
5 elektrisch leitfahig ist, 

wobei es sicli bei der Verbindungsschicht (2) urn eine 
separate, elektrisch isolierende Schicht handelt. 

25. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 24, 
10 dadurch gekennzeichnet, 

dass clie elektrisch isolierende Schicht durch eine 
Klebef olie gebildet ist. 
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ternationales Aktenzoichen 
PCT/EP2004/012438 



Feld II Bemerkungen zu den Anspruchen, die sich als nicht recherchlerbar erwlesen haben (Fortselzung von Punkt 2 auf Blatt 1) 



GemaB Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Griinden fOr bestimmte AnsprOche kein Recherchenberlcht ereteJIt: 
1 . AnsprOche Nr. 

well sle sich auf Gegenstande bezlehen, zu deren Recherche die BehOrde nlcht verpftichtet 1st, namllch 



2. | | AnsprOche Nr. 

well sle sich auf Teile der Intemallonalen Anmeldung bezlehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenlg entsprechen. 
daf3 elne slnnvolle Internationale Recherche nlcht durchgelQhrt werden kann, namllch 



3. | | Ansprflchs Nr. 

wen es sich dabei um abhangige AnsprOche handelt, die nlcht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaBt slnd. 



Feld III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) 



Die Internationale Recherchenbehdrde hat festgestellt, daB dese Internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enth&lt: 



siehe Zusatzblatt 



1 . | I Da der Anmelder alle erforderllchen zusatzllchen RecherchengebQhren rechtzeltig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
1 1 Internationale Recherchenberlcht aut alls recherchlerbaren AnsprOche. 

2 I X I Da f£)r aIle recherchlerbaren AnsprOche die Recherche ohne elnen Arbeiteaufwand durchgefOhrt werden konnte. der elne 
1 1 zusatzliche Recherche ngebuhr gerechtfertigt hatte, hat die Behdrde nicht zur Zahlung einer solchen Gebuhr aufgefordert 



3. Da der Anmelder nur elrrfge der erfordertichen zusatzlichen RecherchengebQhren rechtzeltig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 

1 1 Internationale Recherchenberlcht nur auf die AnsprOche, fQr die GebOhren entrichtet worden slnd, namllch auf die 

AnsprOche Nr. 



4. 1 1 Der Anmelder hat die erfordertichen zusatzllchen RecherchengebOhren nlcht rechtzeltig entrichteL Der Internationale Recher- 
chenberlcht beschrankt sich daher auf die in den AnsprOchen zuersi erwahnte Erfindung; cfiese 1st in folgenden Anspruchen er- 
laBt: 



Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs [ [ Die zusatzllchen GebOhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahIL 

| | Die Zahlung zusatzliche r RecherchengebQhren erfolgte ohne Widerspruch. 
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International AktenzelchenPCT/EP2004 /012438 



WEITERE AN GAB EN PCT/ISA/ 210 



Die Internationale Recherchenbehorde hat festgestel It , dass dlese 
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthalt, 
nam") ich: 

1. Anspruche: 1-25 

Leuchtdioden-anordnung, aufweisend einen Leuchtdioden-Chip , 
eine Mehrschichtpl atine mit einer Basis aus einem thermisch 
gut leitfahlgen Material, und eine elektrlsch Isollerende 
und thermisch leitende Verbindungsschicht zwischen der 
Emisslonsflache des Leuchtdioden-chips und der Platine 

1.1. Anspruche: 4-20 

Anordnung, 1n der e1n Leuchtd1oden~Chip In einer Vertiefung 
einer Platine untergebracht ist. 
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